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(57)【要約】
【課題】黄色度を低下することのできる光学フィルムを提供する。
【解決手段】本発明に係る光学フィルムは、以下の（１）および（２）を満足する凹みに
ついて、光学フィルムの片面及びその裏面の１００００μｍ２当たりの個数の和が４個以
下である光学フィルム。（１）凹みの深さが２００ｎｍ以上である。（２）凹みの２００
ｎｍ以上の深さに存在する部分の直径が０．７μｍ以上である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の（１）及び（２）を満足する凹みについて、光学フィルムの片面及びその裏面の
１００００μｍ２当たりの個数の和が４個以下である光学フィルム。
　（１）凹みの深さが２００ｎｍ以上である。
　（２）凹みの２００ｎｍ以上の深さに存在する部分の直径が０．７μｍ以上である。
【請求項２】
　以下の（１）及び（２）を満足する凹みについて、光学フィルムの片面及びその裏面の
少なくとも一方の面において、１００００μｍ２当たり０．１個以下である光学フィルム
。
　（１）凹みの深さが２００ｎｍ以上である。
　（２）凹みの２００ｎｍ以上の深さに存在する部分の直径が０．７μｍ以上である。
【請求項３】
　屈折率が１．４５～１．７０である請求項１又は２記載の光学フィルム。
【請求項４】
　ポリイミド系高分子を含有する請求項１～３のいずれか１項記載の光学フィルム。
【請求項５】
　ＪＩＳ　Ｋ　７１３６：２０００に準拠した全光線透過率が８５％以上である請求項１
～４のいずれか１項記載の光学フィルム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項記載の光学フィルムを用いたフレキシブルデバイスの光学
部材。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項記載の光学フィルムを用いたフレキシブルデバイスの前面
板。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学フィルム及び該光学フィルムを用いた光学部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽電池やディスプレイ等の各種表示部材の材料として、ガラスが用いられてき
た。しかしながら、ガラスは、割れやすい、重いとった欠点があるとともに、近年のディ
スプレイの薄型化及び軽量化や、フレキシブル化に関して、充分な材質を有していなかっ
た。そのため、ガラスに代わるフレキシブルデバイスの透明部材として、各種フィルムが
検討されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２１５４１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明者らは、ガラスに代わるフレキシブルデバイスの透明部材として、ポリイミドフ
ィルムなどの透明樹脂フィルムを適用することを検討している。
【０００５】
　しかしながら、従来のポリイミド系樹脂フィルムでは黄色みがかってしまうことが多く
、外観の観点でフレキシブルデバイスの前面板などの透明部材には適さない場合が多い。
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【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、黄色度を低下することのできるフレキ
シブルデバイスの透明部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る光学フィルムの一様態は、以下の（１）及び（２）を満足する凹みについ
て、光学フィルムの片面及びその裏面の１００００μｍ２当たりの個数の和が４個以下で
ある光学フィルムである。
（１）凹みの深さが２００ｎｍ以上である。
（２）凹みの２００ｎｍ以上の深さに存在する部分の直径が０．７μｍ以上である。
【０００８】
　また、本発明に係る光学フィルムの別の様態は、以下の（１）及び（２）を満足する凹
みについて、光学フィルムの片面及びその裏面の少なくとも一方の面において、１０００
０μｍ２当たり０．１個以下である。
（１）凹みの深さが２００ｎｍ以上である。
（２）凹みの２００ｎｍ以上の深さに存在する部分の直径が０．７μｍ以上である。
【０００９】
　本発明によれば、黄色度を低減することができる。
【００１０】
　ここで、上記フィルムの屈折率が１．４５～１．７０であると好ましい。
【００１１】
　また、上記フィルムは、ポリイミド系高分子を含有すると、フレキシブル性、靭性など
前面板として好適な物性を得やすい傾向がある。
【００１２】
　また、上記フィルムは、ＪＩＳ　Ｋ　７１３６：２０００に準拠した全光線透過率が８
５％以上であることが好ましい。
　また、上記フィルムは、フレキシブルデバイスの前面板などの光学部材として用いるこ
とができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、黄色度が低い光学フィルムを提供することが可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本実施形態に係る光学フィルムは、光学フィルムの片面及びその裏面における、深さが
２００ｎｍ以上の部分の直径が０．７μｍ以上である凹みの個数の両面の和が、両面合計
で２００００μｍ２当たり、４個以下である。凹みの個数の両面の和は、好ましくは１個
以下、さらに好ましくは０．５個以下である。
　さらに、本実施形態に係る光学フィルムは、深さが２００ｎｍ以上の部分の直径が０．
７μｍ以上である凹みが、光学フィルムの片面及びその裏面の少なくとも一方の面におい
て、１００００μｍ２の面積当たり、０．１個以下であることが好ましい。ここで、光学
フィルムの片面とは、後述する光学フィルムの製造時に基材と接していた面又はその裏面
を意味する。
【００１５】
　上記部分の深さの上限は、２μｍである。一方、上記部分の直径の上限は３０μｍであ
る。なお、上記部分の直径とは、光学フィルムの片面又はその裏面に垂直な方向から見た
上記部分の外接円の直径のことである。
【００１６】
　光学フィルムの表面（光学フィルムの片面及びその裏面）の凹みの個数密度の評価方法
は以下のとおりである。
　光干渉膜厚計（（株）菱化システム社製　Ｍｉｃｒｏｍａｐ（ＭＭ５５７Ｎ－Ｍ１００
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型））を用いてポリイミド系高分子フィルム両面の凹凸の観察を行う。装置の設定値は以
下のようにする。観察範囲は４６７．９６μｍ×３５１．２６μｍ、面内解像度は０．７
３μｍ／ｐｉｘとした。画像は表面の平坦部分がＺ＝０となるようにし、Ｚレンジ－１７
１７．６１ｎｍ～４０６．２７８ｎｍ、カットオフ値５μｍで、６８０×４８０ピクセル
のビットマップファイルとなるようにして測定する。
＜Ｏｐｔｉｃｓ　Ｓｅｔｕｐ＞
Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ：５３０ｗｈｉｔｅ
Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ：Ｘ１０
Ｂｏｄｙ　Ｔｕｂｅｓ：１Ｘ　Ｂｏｄｙ
Ｒｅｌａｙ　Ｌｅｎｓ：ＮｏＲｅｌａｙ
Ｃａｍｅｒａ：ＳＯＮＹ　ＸＣ－ＳＴ３０　１／３”
＜Ｍｅｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｓｅｔｕｐ＞
Ｆｉｅｌｄ　Ｘ：６４０
Ｆｉｅｌｄ　Ｙ：４８０
Ｓａｍｐｌｉｎｇ　Ｘ：１
Ｓａｍｐｌｉｎｇ　Ｙ：１
Ｍｏｄｅ：Ｗａｖｅ
Ｚ：－１０～１０μｍ
【００１７】
　得られた凹凸に関する画像ファイルは画像処理ソフトウェア「Ｉｍａｇｅ　Ｊ」を用い
て以下の手順で解析し、凹みの数をカウントする。
（１）８ビットグレースケールに変換する。
（２）Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　１８２で２値化する（各ピクセルにおいて、０～１８２は黒
、１８３～２５６は白となるようにする）。
（３）（２）の処理で黒くなった箇所を凹みと定義し、AnalyzeParticlesでその数をカウ
ントする。
（４）カウントされた凹みの数を下式によって１００００μｍ２あたりの個数密度に変換
する。
（１００００μｍ２あたりの凹みの数）＝（（３）のカウント数）×１００００÷１６４
３７５．６
　上記（３）によりカウントされる凹みは、それぞれ２０２ｎｍ以上の深さとなる部分を
有し、当該部分の外接円の直径が０．７３μｍ以上となる凹みに対応する。
【００１８】
　フィルム表面が上記の形状であると、光学フィルムが同じ原料であっても、黄色度の変
化がより抑制された光学フィルムを得ることができる。したがって、光学フィルムが、原
料の性質、不純物、加工条件などによって黄色味を帯びやすいポリイミド系樹脂で構成さ
れた場合にも、黄色度を抑えた透明部材を得ることができる。
【００１９】
　上記の光学フィルムは、屈折率が通常、１．４５～１．７０であり、好ましくは１．５
０～１．６６である。
【００２０】
　上記の光学フィルムは、ＪＩＳ　Ｋ　７１３６：２０００に準拠した全光線透過率は、
通常、８５％以上であり、好ましくは９０％以上である。
【００２１】
　上記の光学フィルムは、ＪＩＳ　Ｋ　７１３６：２０００に準拠したＨａｚｅが１以下
であることができ、０．９以下であることもできる。
【００２２】
　光学フィルムの厚さは、フレキシブルディスプレイの種類等に応じて適宜調整されるが
、通常、１０μｍ～５００μｍであり、１５μｍ～２００μｍであることが好ましく、２
０μｍ～１００μｍであることがより好ましい。
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　（フィルムの材質）
　（透明樹脂）
　上記光学フィルムは透明樹脂を含む。透明樹脂の例は、ポリイミド系高分子、トリアセ
チルセルロース（ＴＡＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフ
タレート（ＰＥＮ）、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）、アクリル樹脂、ポリカーボ
ネート樹脂などである。上述の透明樹脂の中でも、耐熱性、フレキシブル性、剛性に優れ
る点から、ポリイミド系高分子が好適である。
【００２４】
　（ポリイミド系高分子）
　本明細書において、ポリイミドとは、イミド基を含む繰返し構造単位を含有する重合体
であり、ポリアミドとは、アミド基を含む繰返し構造単位を含有する重合体である。ポリ
イミド系高分子とは、ポリイミド並びにイミド基及びアミド基の両方を含む繰返し構造単
位を含有する重合体を示す。イミド基及びアミド基の両方を含む繰返し構造単位を含有す
る重合体の例としては、ポリアミドイミドが挙げられる。
【００２５】
　本実施形態に係るポリイミド系高分子は、後述するテトラカルボン酸化合物とジアミン
化合物とを主な原料として製造することができ、式（１０）で表される繰り返し構造単位
を有する。ここで、Ｇは４価の有機基であり、Ａは２価の有機基である。Ｇ及び／又はＡ
が異なる、２種類以上の式（１０）で表される構造を含んでいてもよい。
　また、本実施形態に係るポリイミド系高分子は、得られるポリイミド系高分子フィルム
の各種物性を損なわない範囲で、式（１１）～式（１３）で表される構造を含んでいても
よい。
【００２６】
【化１】

【化２】
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【化４】

【００２７】
　Ｇ及びＧ１は４価の有機基であり、好ましくは炭素数１～８の炭化水素基又はフッ素置
換された炭素数１～８の炭化水素基で置換されていてもよい炭素数４～４０の有機基であ
り、式（２０）～式（２９）で表される基並びに４価の炭素数６以下の鎖式炭化水素基が
例示される。式中の＊は結合手を表し、Ｚは、単結合、－Ｏ－、－ＣＨ２－、－ＣＨ２－
ＣＨ２－、－ＣＨ（ＣＨ３）－、－Ｃ（ＣＨ３）２－、－Ｃ（ＣＦ３）２－、－Ａｒ－、
－ＳＯ２－、－ＣＯ－、－Ｏ－Ａｒ－Ｏ－、－Ａｒ－Ｏ－Ａｒ－、－Ａｒ－ＣＨ２－Ａｒ
－、－Ａｒ－Ｃ（ＣＨ３）２－Ａｒ－又は－Ａｒ－ＳＯ２－Ａｒ－を表す。Ａｒはフッ素
原子で置換されていてもよい炭素数６～２０のアリーレン基を表し、具体例としてはフェ
ニレン基、ナフチレン基、フルオレン環を有する基が挙げられる。得られるフィルムの黄
色度を抑制しやすいことから、なかでも、式（２０）～式（２７）で表される基が好まし
い。
【００２８】
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【化５】

【００２９】
　Ｇ２は３価の有機基であり、好ましくは炭化水素基又はフッ素置換された炭化水素基で
置換されていてもよい有機基であり、式（２０）～式（２９）で表される基の結合手のい
ずれか１つが水素原子に置き換わった基並びに３価の炭素数６以下の鎖式炭化水素基が例
示される。
【００３０】
　Ｇ３は２価の有機基であり、好ましくは炭素数１～８の炭化水素基又はフッ素置換され
た炭素数１～８の炭化水素基で置換されていてもよい炭素数４～４０の有機基であり、式
（２０）～式（２９）で表される基の結合手のうち、隣接しない２つが水素原子に置き換
わった基及び炭素数６以下の鎖式炭化水素基が例示される。
【００３１】
　Ａ、Ａ１、Ａ２、Ａ３はいずれも２価の有機基であり、好ましくは炭素数１～８の炭化
水素基又はフッ素置換された炭素数１～８の炭化水素基で置換されていてもよい炭素数４
～４０の有機基であり、式（３０）～式（３８）で表される基；それらがメチル基、フル
オロ基、クロロ基もしくはトリフルオロメチル基で置換された基並びに炭素数６以下の鎖
式炭化水素基が例示される。
　式中の＊は結合手を表し、Ｚ１、Ｚ２及びＺ３は、互いに独立に、単結合、－Ｏ－、－
ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ（ＣＨ３）－、－Ｃ（ＣＨ３）２－、－Ｃ（ＣＦ

３）２－、－ＳＯ２－又は－ＣＯ－を表す。１つの例は、Ｚ１及びＺ３が－Ｏ－であり、
かつ、Ｚ２が－ＣＨ２－、－Ｃ（ＣＨ３）２－、－Ｃ（ＣＦ３）２－又は－ＳＯ２－であ
る。Ｚ１とＺ２、及び、Ｚ２とＺ３は、それぞれ、各環に対してメタ位又はパラ位である
ことが好ましい。
【００３２】
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【化６】

【００３３】
　本実施形態に係るポリアミドは、式（１３）で表される繰り返し構造単位を主とする重
合体である。好ましい例及び具体例は、ポリイミド系高分子におけるＧ３及びＡ３と同じ
である。Ｇ３及び／又はＡ３が異なる、２種類以上の式（１３）で表される構造を含んで
いてもよい。
【００３４】
　ポリイミド系高分子は、例えば、ジアミンとテトラカルボン酸化合物（テトラカルボン
酸二無水物等）との重縮合によって得られ、例えば特開２００６－１９９９４５号公報又
は特開２００８－１６３１０７号公報に記載されている方法にしたがって合成することが
できる。ポリイミドの市販品としては、三菱瓦斯化学（株）製ネオプリムなどを挙げるこ
とができる。
【００３５】
　ポリイミドの合成に用いられるテトラカルボン酸化合物としては、芳香族テトラカルボ
ン酸二無水物等の芳香族テトラカルボン酸化合物及び脂肪族テトラカルボン酸二無水物等
の脂肪族テトラカルボン酸化合物が挙げられる。テトラカルボン酸化合物は、単独で用い
てもよいし、２種以上を併用してもよい。テトラカルボン酸化合物は、二無水物の他、酸
クロライド化合物等のテトラカルボン酸化合物類縁体であってもよい。
【００３６】
　芳香族テトラカルボン酸二無水物の具体例としては、４，４’－オキシジフタル酸二無
水物、３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、２，２’，３，
３’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、３，３’，４，４’－ビフェニルテト
ラカルボン酸二無水物、２，２’，３，３’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、３
，３’，４，４’－ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、２，２－ビス（３，
４－ジカルボキシフェニル）プロパン二無水物、２，２－ビス（２，３－ジカルボキシフ
ェニル）プロパン二無水物、２，２－ビス（３，４－ジカルボキシフェノキシフェニル）
プロパン二無水物、４，４’－(ヘキサフルオロイソプロピリデン)ジフタル酸二無水物、
１，２－ビス（２，３－ジカルボキシフェニル）エタン二無水物、１，１－ビス（２，３
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－ジカルボキシフェニル）エタン二無水物、１，２－ビス（３，４－ジカルボキシフェニ
ル）エタン二無水物、１，１－ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）エタン二無水物、
ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）メタン二無水物、ビス（２，３－ジカルボキシフ
ェニル）メタン二無水物、４，４’－（ｐ－フェニレンジオキシ）ジフタル酸二無水物、
４，４’－（ｍ－フェニレンジオキシ）ジフタル酸二無水物及び２，３，６，７－ナフタ
レンテトラカルボン酸二無水物が挙げられ、好ましくは４，４’－オキシジフタル酸二無
水物、３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、２，２’，３，
３’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、３，３’，４，４’－ビフェニルテト
ラカルボン酸二無水物、２，２’，３，３’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、３
，３’，４，４’－ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、２，２－ビス（３，
４－ジカルボキシフェニル）プロパン二無水物、２，２－ビス（２，３－ジカルボキシフ
ェニル）プロパン二無水物、２，２－ビス（３，４－ジカルボキシフェノキシフェニル）
プロパン二無水物、４，４’－(ヘキサフルオロイソプロピリデン)ジフタル酸二無水物、
１，２－ビス（２，３－ジカルボキシフェニル）エタン二無水物、１，１－ビス（２，３
－ジカルボキシフェニル）エタン二無水物、１，２－ビス（３，４－ジカルボキシフェニ
ル）エタン二無水物、１，１－ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）エタン二無水物、
ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）メタン二無水物、ビス（２，３－ジカルボキシフ
ェニル）メタン二無水物、４，４’－（ｐ－フェニレンジオキシ）ジフタル酸二無水物及
び４，４’－（ｍ－フェニレンジオキシ）ジフタル酸二無水物が挙げられる。これらは単
独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００３７】
　脂肪族テトラカルボン酸二無水物としては、環式又は非環式の脂肪族テトラカルボン酸
二無水物が挙げられる。環式脂肪族テトラカルボン酸二無水物とは、脂環式炭化水素構造
を有するテトラカルボン酸二無水物であり、その具体例としては、１，２，４，５－シク
ロヘキサンテトラカルボン酸二無水物、１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸
二無水物、１，２，３，４－シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物等のシクロアルカ
ンテトラカルボン酸二無水物、ビシクロ［２．２．２］オクト－７－エン－２，３，５，
６－テトラカルボン酸二無水物、ジシクロヘキシル３，３’－４，４’－テトラカルボン
酸二無水物及びこれらの位置異性体が挙げられる。これらは単独で又は２種以上を組み合
わせて用いることができる。非環式脂肪族テトラカルボン酸二無水物の具体例としては、
１，２，３，４－ブタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，３，４－ペンタンテトラカ
ルボン酸二無水物等が挙げられ、これらは単独で又は２種以上を組み合わせて用いること
ができる。
【００３８】
　テトラカルボン酸二無水物の中でも、高透明性及び低着色性の観点から、１，２，４，
５－シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物、ビシクロ［２．２．２］オクト－７－エ
ン－２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水物及び４，４’－(ヘキサフルオロイソプ
ロピリデン)ジフタル酸二無水物が好ましい。
【００３９】
　なお、本実施形態に係るポリイミド系高分子は、得られるポリイミド系高分子フィルム
の各種物性を損なわない範囲で、上記のポリイミド合成に用いられるテトラカルボン酸の
無水物に加えて、テトラカルボン酸、トリカルボン酸及びジカルボン酸並びにそれらの無
水物及び誘導体を更に反応させたものであってもよい。
【００４０】
　トリカルボン酸化合物としては、芳香族トリカルボン酸、脂肪族トリカルボン酸及びそ
れらの類縁の酸クロライド化合物、酸無水物等が挙げられ、２種以上を併用してもよい。
具体例としては、１，２，４－ベンゼントリカルボン酸の無水物；２，３，６－ナフタレ
ントリカルボン酸－２，３－無水物；フタル酸無水物と安息香酸とが単結合、－Ｏ－、－
ＣＨ２－、－Ｃ（ＣＨ３）２－、－Ｃ（ＣＦ３）２－、－ＳＯ２－もしくはフェニレン基
で連結された化合物が挙げられる。
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【００４１】
　ジカルボン酸化合物としては、芳香族ジカルボン酸、脂肪族ジカルボン酸及びそれらの
類縁の酸クロライド化合物、酸無水物等が挙げられ、２種以上を併用してもよい。
具体例としては、テレフタル酸；イソフタル酸；ナフタレンジカルボン酸；４，４’－ビ
フェニルジカルボン酸；３，３’－ビフェニルジカルボン酸；炭素数８以下である鎖式炭
化水素、のジカルボン酸化合物及び２つの安息香酸が単結合、－Ｏ－、－ＣＨ２－、－Ｃ
（ＣＨ３）２－、－Ｃ（ＣＦ３）２－、－ＳＯ２－もしくはフェニレン基で連結された化
合物が挙げられる。
【００４２】
　ポリイミドの合成に用いられるジアミンとしては、脂肪族ジアミン、芳香族ジアミン又
はそれらの混合物でもよい。なお、本実施形態において「芳香族ジアミン」とは、アミノ
基が芳香環に直接結合しているジアミンを表し、その構造の一部に脂肪族基又はその他の
置換基を含んでいてもよい。芳香環は単環でも縮合環でもよく、ベンゼン環、ナフタレン
環、アントラセン環及びフルオレン環等が例示されるが、これらに限定されるわけではな
い。これらの中でも、好ましくはベンゼン環である。また「脂肪族ジアミン」とは、アミ
ノ基が脂肪族基に直接結合しているジアミンを表し、その構造の一部に芳香環やその他の
置換基を含んでいてもよい。
【００４３】
　脂肪族ジアミンとしては、例えば、ヘキサメチレンジアミン等の非環式脂肪族ジアミン
及び１，３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン、１，４－ビス（アミノメチル）シク
ロヘキサン、ノルボルナンジアミン、４，４’－ジアミノジシクロヘキシルメタン等の環
式脂肪族ジアミン等が挙げられ、これらは単独で又は２種以上を組み合わせて用いること
ができる。
【００４４】
　芳香族ジアミンとしては、例えば、ｐ－フェニレンジアミン、ｍ－フェニレンジアミン
、２，４－トルエンジアミン、ｍ－キシリレンジアミン、ｐ－キシリレンジアミン、１，
５－ジアミノナフタレン、２，６－ジアミノナフタレン等の、芳香環を１つ有する芳香族
ジアミン、４，４’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－ジアミノジフェニルプロパ
ン、４，４’－ジアミノジフェニルエーテル、３，４’－ジアミノジフェニルエーテル、
３，３’－ジアミノジフェニルエーテル、４，４’－ジアミノジフェニルスルホン、３，
４’－ジアミノジフェニルスルホン、３，３’－ジアミノジフェニルスルホン、１，４－
ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，３－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼ
ン、４，４’－ジアミノジフェニルスルホン、ビス〔４－（４－アミノフェノキシ）フェ
ニル〕スルホン、ビス〔４－（３－アミノフェノキシ）フェニル〕スルホン、２，２－ビ
ス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、２，２－ビス［４－（３－アミ
ノフェノキシ）フェニル］プロパン、２，２’－ジメチルベンジジン、２，２’－ビス（
トリフルオロメチル）ベンジジン、４，４’－ビス（４－アミノフェノキシ）ビフェニル
、４，４’－ジアミノジフェニルエーテル、３，４’－ジアミノジフェニルエーテル、４
，４’－ジアミノジフェニルメタン、９，９－ビス（４－アミノフェニル）フルオレン、
９，９－ビス（４－アミノ－３－メチルフェニル）フルオレン、９，９－ビス（４－アミ
ノ－３－クロロフェニル）フルオレン、９，９－ビス（４－アミノ－３－フルオロフェニ
ル）フルオレン等の、芳香環を２つ以上有する芳香族ジアミンが挙げられ、これらは単独
で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００４５】
　上記ジアミンの中でも、高透明性及び低着色性の観点からは、ビフェニル構造を有する
芳香族ジアミンからなる群から選ばれる１種以上を用いることが好ましい。２，２’－ジ
メチルベンジジン、２，２’－ビス（トリフルオロメチル）ベンジジン、４，４’－ビス
（４－アミノフェノキシ）ビフェニル及び４，４’－ジアミノジフェニルエーテルからな
る群から選ばれる１種以上を用いることがさらに好ましく、２，２’－ビス（トリフルオ
ロメチル）ベンジジンが含まれることがよりさらに好ましい。
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【００４６】
　式（１０）、式（１１）～式（１３）で表される繰り返し構造単位を少なくとも１種含
む重合体であるポリイミド系高分子及びポリアミドは、ジアミンと、テトラカルボン酸化
合物（酸クロライド化合物、テトラカルボン酸二無水物等のテトラカルボン酸化合物類縁
体）、トリカルボン酸化合物（酸クロライド化合物、トリカルボン酸無水物等のトリカル
ボン酸化合物類縁体）及びジカルボン酸化合物（酸クロライド化合物等のジカルボン酸化
合物類縁体）からなる群に含まれる少なくとも１種類の化合物との重縮合生成物である縮
合型高分子である。出発原料としては、これらに加えて、さらにジカルボン酸化合物（酸
クロライド化合物等の類縁体を含む）を用いることもある。式（１１）で表される繰り返
し構造単位は、通常、ジアミン類及びテトラカルボン酸化合物から誘導される。式（１２
）で表される繰り返し構造単位は、通常、ジアミン及びトリカルボン酸化合物から誘導さ
れる。式（１３）で表される繰り返し構造単位は、通常、ジアミン及びジカルボン酸化合
物から誘導される。ジアミン及びテトラカルボン酸化合物の具体例は、上述のとおりであ
る。
【００４７】
　本実施形態に係るポリイミド系高分子及びポリアミドにおいて、その標準ポリスチレン
換算の重量平均分子量は、１０，０００～５００，０００であり、好ましくは５０，００
０～５００，０００であり、さらに好ましくは１００，０００～４００，０００である。
ポリイミド系高分子及びポリアミドの重量平均分子量が過度に小さいと、フィルム化した
際の耐屈曲性が低下する傾向がある。ポリイミド系高分子及びポリアミドの重量平均分子
量が大きいほどフィルム化した際に高い耐屈曲性を発現しやすい傾向があるが、ポリイミ
ド系高分子及びポリアミドの重量平均分子量が大きすぎると、ワニスの粘度が高くなり、
加工性が低下する傾向がある。
【００４８】
　ポリイミド系高分子及びポリアミドは、含フッ素置換基を含むことにより、フィルム化
した際の弾性率が向上するとともに、ＹＩ値が低減される傾向がある。フィルムの弾性率
が高いと、キズ及びシワ等の発生が抑制される傾向がある。フィルムの透明性の観点から
、ポリイミド系高分子及びポリアミドは、含フッ素置換基を有することが好ましい。含フ
ッ素置換基の具体例としては、フルオロ基及びトリフルオロメチル基が挙げられる。
【００４９】
　ポリイミド系高分子及びポリアミドにおけるフッ素原子の含有量は、ポリイミド系高分
子又はポリアミドの質量を基準として、好ましくは１質量％以上４０質量％以下であり、
さらに好ましくは５質量％以上４０質量％以下である。
【００５０】
　（無機粒子）
　本実施形態に係る光学フィルムは、前記のポリイミド系高分子及び／又はポリアミドに
加えて、無機粒子等の無機材料を更に含有していてもよい。
【００５１】
　無機材料として好ましくは、シリカ粒子、オルトケイ酸テトラエチル（ＴＥＯＳ）等の
４級アルコキシシラン等のケイ素化合物が挙げられ、ワニス安定性の観点から、シリカ粒
子が好ましい。
【００５２】
　シリカ粒子の平均一次粒子径は、好ましくは１０～１００ｎｍ、さらに好ましくは２０
～８０ｎｍである。シリカ粒子の平均一次粒子径が１００ｎｍ以下であると透明性が向上
する傾向がある。シリカ粒子の平均一次粒子径が１０ｎｍ以上であると、シリカ粒子の凝
集力が弱まるために取り扱い易くなる傾向がある。
【００５３】
　本実施形態に係るシリカ微粒子は、有機溶剤等にシリカ粒子を分散させたシリカゾルで
あっても、気相法で製造したシリカ微粒子粉末を用いてもよいが、ハンドリングが容易で
あることからシリカゾルであることが好ましい。
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【００５４】
　光学フィルム中のシリカ粒子の平均一次粒子径は、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）による
観察で求めることができる。光学フィルムを形成する前のシリカ粒子の粒度分布は、市販
のレーザー回折式粒度分布計により求めることができる。
【００５５】
　本実施形態に係る光学フィルムにおいて、無機材料の含有率は、光学フィルムの総質量
に対して、０質量％以上９０質量％以下であり、好ましくは１０質量％以上６０質量％以
下であり、さらに好ましくは２０質量％以上５０質量％以下である。ポリイミド系高分子
及びポリアミドとケイ素材料などの無機材料との配合比が上記の範囲内であると、光学フ
ィルムの透明性及び機械的強度を両立させやすい傾向がある。
【００５６】
　（紫外線吸収剤）
　光学フィルムは、１種又は２種以上の紫外線吸収剤を含有していてもよい。適切な紫外
線吸収剤を配合することによって、下層の部材を紫外線のダメージから保護することが可
能となる。紫外線吸収剤は、樹脂材料の分野で紫外線吸収剤として通常用いられているも
のから、適宜選択することができる。紫外線吸収剤は、４００ｎｍ以下の波長の光を吸収
する化合物を含んでいてもよい。紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系化合
物、サリシレート系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物、及びトリアジン系化合物から
なる群より選ばれる少なくとも１種の化合物が挙げられる。このような紫外線吸収剤を含
む樹脂は、黄色みを帯びやすく、本発明の効果を奏しやすい傾向がある。
　なお、本明細書において、「系化合物」とは、当該「系化合物」が付される化合物の誘
導体を指す。例えば、「ベンゾフェノン系化合物」とは、母体骨格としてのベンゾフェノ
ンと、ベンゾフェノンに結合している置換基とを有する化合物を指す。
【００５７】
　（他の添加剤）
　光学フィルムは、透明性及び屈曲性を損なわない範囲で、更に他の添加剤を含有してい
てもよい。他の成分としては、例えば、酸化防止剤、離型剤、安定剤、ブルーイング剤、
難燃剤、滑剤、増粘剤及びレベリング剤等が挙げられる。
【００５８】
　樹脂成分及び無機材料以外の成分は、光学フィルムの質量に対して、０％以上２０質量
％以下であることが好ましい。さらに好ましくは０％超１０質量％以下である。
【００５９】
　このような光学フィルムによれば、ＪＩＳ　Ｋ　７３７３：２００６に準拠した黄色度
ＹＩを十分低くすることができる。たとえば、黄色度ＹＩを２．０以下とすることができ
る。
【００６０】
　（製造方法）
　次に、透明樹脂がポリイミド系高分子の場合を例に、本実施形態の光学フィルムの製造
方法の一例を説明する。
【００６１】
　本実施形態に係る紫外線吸収フィルムの作成に用いるワニスは、例えば、前記テトラカ
ルボン酸化合物、前記ジアミン及び前記のその他の原料から選択して反応させて得られる
、ポリイミド系高分子及び／又はポリアミドの反応液、前記溶媒並びに必要に応じて用い
られる前記紫外線吸収剤及び前記その他添加剤を混合、攪拌することにより調製すること
ができる。ポリイミド系高分子等の反応液に変えて、購入したポリイミド系高分子等の溶
液や、購入した固体のポリイミド系高分子等の溶液を用いてもよい。
【００６２】
　次いで、公知のロール・ツー・ロールやバッチ方式により、樹脂基材、ＳＵＳベルト、
又はガラス基材上に、上記のワニスを塗布して塗膜を形成し、その塗膜を乾燥して、基材
から剥離することによって、フィルムを得る。剥離後に更にフィルムの乾燥を行ってもよ
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い。
【００６３】
　塗膜の乾燥は、温度５０～３５０℃にて、適宜、空気中、不活性雰囲気あるいは減圧の
条件下に溶媒を蒸発させることにより行う。
【００６４】
　ここで、上述の光学フィルムを得るためには、ワニス塗布前の基材の表面粗さを低く制
御することが重要である。具体的には、ＩＳＯ２５１７８に規定される基材の表面の算術
平均高さＳａが、１ｎｍ以上２０ｎｍ以下であることが好ましく、２ｎｍ以上１０ｎｍ以
下であることがより好ましい。
【００６５】
　また、上述の光学フィルムを得るためには、ワニスを乾燥させる工程の初期に、４０～
７０℃の温度で加熱することが好ましい。アプリケータやダイが塗工時に液面に接触する
ときにワニス表面に微小な凹凸を生じることがあるが、４０～７０℃の温度の熱処理を加
えることによってワニス表面の微小な凹凸が緩和し、乾燥後に得られる光学フィルムの自
由表面（基材とは反対の面）に不要な凹みが生じることを抑制することができる。
　基材乾燥時の基材の振動や気流なども自由表面形状が荒れる要因になるため、振動や気
流を抑えることが好ましい。
　乾燥工程中、ワニスの内部に対流が生じ、結果として自由表面の凹みを発生することが
ある。対流を抑制することが自由表面の凹凸を抑えるのに好ましい。対流を抑制するため
には、乾燥中の基材、環境の温度勾配がないようにすることが好ましく、溶媒が緩やかに
乾燥するように風量を低く設定することも好ましい。
【００６６】
　基材の表面粗さが十分に低いと、乾燥後の光学フィルムにおいて、基材と接した基材表
面側の凹みの個数密度を減らせるのみならず、乾燥後の光学フィルムの自由表面（基材と
接した面と反対の面）の凹みの個数密度も減らすことができる。また、ワニスの対流は自
由表面の凹凸の原因となるが、基材の表面粗さや異物なども対流に影響するため、自由表
面の凹みの個数密度も、乾燥過程において、基材面側の表面粗さの影響を受けると考えら
れる。
【００６７】
　基材は製膜した光学フィルムと適度な密着性を持つことが好ましい。密着性が低すぎる
と、乾燥中に剥離してしまい、折れなどの原因になることがある。一方、密着性が高すぎ
ると、製膜後に剥離できない場合がある。基材の表面粗さは密着性に影響することがある
ため、材質と表面粗さを適切に選択することが好ましい。
【００６８】
　密着性が高すぎる場合、基材へ塗布する前のワニスに剥離剤を添加してもよいが、剥離
剤を添加すると、光学フィルムの光学物性に悪影響を与える場合がある。
【００６９】
　樹脂基材の例としては、ＰＥＴ、ＰＥＮ、ポリイミド、ポリアミドイミドなどが挙げら
れる。
耐熱性に優れた樹脂が好ましい。ポリイミド系高分子フィルムの場合、ＰＥＴ基材がフィ
ルムとの密着性及びコストの観点で好ましい。
【００７０】
　フレキシブルデバイスの光学部材として用いる場合には、光学フィルムのＹＩは、外観
、省エネ等の観点で重要なパラメータである。特に前面板に用いる場合には、デバイスの
外観に直接影響するので重要である。なかでも、画像表示装置の前面板に用いる場合は、
視認性に大きく影響するので、本発明の光学フィルムを好適に用いることができる。
【００７１】
　ＹＩには、例えば、フィルムの膜厚、樹脂の種類、添加剤の種類や量などが影響するこ
とがある。特にポリイミド系高分子を含むフィルムにおいては、乾燥温度、紫外線吸収剤
の種類や添加量などがＹＩに影響しやすい傾向がある。乾燥温度が高い場合にＹＩが高く
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なりやすい傾向があり、特に２２０℃を越えるとＹＩが高くなりやすい傾向がある。一方
、乾燥温度が低いと溶媒を除きにくい傾向があり、特に１９０℃より低いと、残溶媒量が
大きくなる場合がある。
【００７２】
　（用途）
　このような光学フィルムは、低い黄色度ＹＩを有するので、フレキシブルデバイスの前
面板などの光学部材として好適に使用することができる。
【００７３】
　フレキシブルデバイスの例としては、画像表示装置（フレキシブルディスプレイ、電子
ペーパーなど）、太陽電池などが挙げられる。フレキシブルディスプレイは、たとえば、
装置表面側から順に、前面板／偏光板保護フィルム／偏光板／偏光板保護フィルム／タッ
チセンサーフィルム／有機ＥＬ素子層／ＴＦＴ基板という構成が挙げられ、構成の装置表
面、その裏面及び各層間に、ハードコート層、粘着層、接着層、位相差層などを含んでも
よい。かかるフレキシブルディスプレイは、タブレットＰＣ、スマートフォン、携帯ゲー
ム機などの画像表示部として用いることができる。
【００７４】
　また、この光学フィルムの表面に、紫外線吸収層、ハードコート層、粘着層、色相調整
層、屈折率調整層などの種々の機能層を付加した積層体とすることもできる。
【実施例】
【００７５】
　以下、実施例及び比較例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下の実
施例に限定されない。
【００７６】
（実施例１）
（ワニス１の処方）
　３９０℃のガラス転移温度を有するポリイミド系高分子（三菱ガス化学（株）製「ネオ
プリムＣ－６Ａ２０－Ｇ」）を準備した。このポリイミド系高分子の濃度２２質量％のγ
ブチロラクトン溶液（溶液粘度１０８．５Ｐａ・ｓ）、γブチロラクトンに固形分濃度３
０質量％のシリカ粒子を分散した分散液、及び、アミノ基を有するアルコキシシランのジ
メチルアセトアミド溶液を混合し、３０分間攪拌して混合溶液であるワニス１を得た。シ
リカ粒子とポリイミド系高分子の質量比が３０：７０で、アミノ基を有するアルコキシシ
ランの量がシリカ粒子及びポリイミド系高分子の合計１００質量部に対して１．６７質量
部であった。
【００７７】
（製膜）
　上記方法にて作製したワニス１を基材としてのＰＥＴフィルム（東洋紡（株）製　Ａ４
１００：表面の算術平均高さＳａ＝４．２ｎｍ）にキャスト製膜し、５０℃で３０分、１
４０℃で１０分熱処理してポリイミド系高分子フィルムを得た。得られたポリイミド系高
分子フィルムをＰＥＴフィルムから剥離し、さらに窒素下２１０℃で１時間熱処理した。
得られたポリイミド系高分子フィルムの厚みは５０μｍ、屈折率は１．５７であった。
【００７８】
（実施例２）
　実施例１と同様の処方で、製造日の異なるネオプリム溶液（濃度２２．３質量％、溶液
粘度８９．８Ｐａ・ｓ）を用いてワニス２を調整し、作製したワニス２を基材としてのＰ
ＥＴフィルム（東洋紡（株）製　Ａ４１００：表面の算術平均高さＳａ＝４．２ｎｍ）に
キャスト製膜し、５０℃で３０分、１４０℃で１０分熱処理してポリイミド系高分子フィ
ルムを得た。得られたポリイミド系高分子フィルムをＰＥＴフィルムから剥離し、さらに
窒素下２１０℃で１時間熱処理した。得られたポリイミド系高分子フィルムの厚みは５０
μｍ、屈折率は１．５７であった。
　得られたポリイミド系高分子フィルムは、ポリイミドの若干の色味の違いにより、ＹＩ
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が実施例１とはことなる結果となった。
【００７９】
（比較例１）
　実施例１と同じワニスを用い、基材としてのＰＥＴフィルムを東洋紡（株）製　Ｅ５０
０１（表面の算術平均高さＳａ＝２１．２ｎｍ）に変更した以外は実施例１と同様にして
ポリイミド系高分子フィルムを得た。
【００８０】
（比較例２）
　実施例２と同じワニスを用い、基材としてのＰＥＴフィルムを東洋紡（株）製　Ｅ５０
０１（表面の算術平均高さＳａ＝２１．２ｎｍ）に変更した以外は実施例２と同様にして
ポリイミド系高分子フィルムを得た。
【００８１】
（ポリイミド系高分子フィルムのＹＩの評価）
　実施例のフィルムの黄色度（Ｙｅｌｌｏｗ　Ｉｎｄｅｘ：ＹＩ）を、ＪＩＳ　Ｋ　７３
７３：２００６に準拠して日本分光（株）製の紫外可視近赤外分光光度計Ｖ－６７０によ
って測定した。サンプルがない状態でバックグランド測定を行った後、フィルムをサンプ
ルホルダーにセットして、３００ｎｍ～８００ｎｍの光に対する透過率測定を行い、３刺
激値（Ｘ、Ｙ、Ｚ）を求めた。ＹＩを、下記の式に基づいて算出した。
　ＹＩ＝１００×（１．２７６９Ｘ－１．０５９２Ｚ）／Ｙ
【００８２】
（ポリイミド系高分子フィルムの全光線透過率Ｔｒの評価）
　フィルムの全光線透過率は、ＪＩＳ　Ｋ　７１３６：２０００に準拠して、スガ試験機
（株）製の全自動直読ヘーズコンピューターＨＧＭ－２ＤＰにより測定した。
【００８３】
（ポリイミド系高分子フィルムの表面の凹みの個数密度の評価）
　前記のとおり、光干渉膜厚計（（株）菱化システム社製　Ｍｉｃｒｏｍａｐ（ＭＭ５５
７Ｎ－Ｍ１００型））を用いてポリイミド系高分子フィルム両面の観察を行った。
【００８４】
　得られた凹凸に関する画像ファイルは画像処理ソフトウェア「Ｉｍａｇｅ　Ｊ」を用い
て前記の手順で解析し、２０２ｎｍ以上の深さとなる部分の直径が０．７３μｍ以上とな
る凹みの数をカウントした。
【００８５】
（ＰＥＴフィルムの表面の算術平均高さＳａの評価）
　上述の光干渉膜厚計（（株）菱化システム社製Ｍｉｃｒｏｍａｐ（ＭＭ５５７Ｎ－Ｍ１
００型））を用い、ポリイミド系高分子フィルムと同様の条件で表面の凹凸の観察を行い
、得られたデータに基づいて表面の算術平均高さ（Ｓａ）を求めた。
【００８６】
　これらの結果を表１に示す。ワニス１及びワニス２ともに、凹み個数を少なくして作製
したフィルムの方が、ＹＩは低い数値であった。
【００８７】
（実施例３）
　ポリイミド（河村産業（株）製　ＫＰＩ－ＭＸ３００Ｆ（１００））を準備した。この
ポリイミドをＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド及びγ－ブチロラクトンの９：１の混合溶媒
に溶解し、さらにＵＶ吸収剤として住化ケムテックス（株）製　Ｓｕｍｉｓｏｒｂ３５０
をポリイミド１００質量部に対して０．８質量部添加し、ワニス３（ポリイミドの濃度１
７質量％）を調製した。このワニスを、基材としてのＰＥＴフィルム（東洋紡（株）　Ａ
４１００：表面の算術平均高さＳａ＝４．２ｎｍ）にキャスト製膜し、５０℃から７０℃
で６０分熱処理した。形成された透明樹脂フィルムをＰＥＴフィルム剥離し、剥離した透
明樹脂フィルムを、大気雰囲気下、２００℃、４０分の条件で加熱して乾燥させた。フィ
ルムの厚みは７９μｍ、屈折率は１．５６であった。
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【００８８】
【表１】
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